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　昨年，ある雑誌の巻頭に「そして化学が残った」という
タイトルで経済産業省の方が寄稿をされている 1)。日本の
将来を期待しての内容であろう。電子・電気材料について
も例外では無く軽量・安全性・リサイクル性・省エネなど
の観点から化学（とりわけ有機材料）が多用されている。
この分野でも我が国は米国・欧州と並び高度な材料開発・
周辺技術を持っており，実装材料もこの恩恵を受けてい
る。市場規模が適度，多品種・少量生産，原材料の技術，
製造精度，各社のノウハウに加えてきめ細かいサービスな
ど，日本の良さが表われていると思う 2)。
　さて，本項では（熱・電気 3)などの特性は後述に譲り）
有機・無機混合物の汎用 Agペースト (ICA)，ナノを含む低
温焼結型ペースト，異方性導電シート (ACF)について概要
を述べる。

1. 導電性接着剤（汎用 ICA,/Agペースト）

　RoHS指令が 2006年 7月に施行され Pbを含む特定有害
物質の使用制限がなされた。我が国でも 1997年から実装材
料の中の Pbフリーに関する対応が JEITAなどを中心にお
こなわれている。このような背景から，はんだより低温で接
合可能な導電性接着剤の期待はますます高まってきている。
　ここで云う導電性接着剤は正確には，等方性一液加熱硬
化型導電性接着剤（Isotropic Conductive Adhesive - one 
component thermo-set paste. 以下 ICAと称す）であり，一般
的に Ag樹脂ペーストに代表される有機・無機混合コンパ
ウンドである 4)。
　その特徴は，概ね 120～200°C，30～60分で大気中・加
熱硬化する。
　ペースト状であり，幅広い粘度を持ちディスペンス，各
種印刷，スタンピング（転写），インクジェットなどの塗布
法が適応可能である。
　硬化前に仮止め剤やフラックス，硬化後の洗浄も不要で
あり，不可逆化学反応を利用しているため，1度硬化する

とその温度以上に耐えることができる。
　また，基材やめっきの種類を原則的に選ばず非着体も有
機・無機を問わず多くの物が使用できる。
　加えて，低温脆性の問題も少ない。
　組成は，フィラー (Filler)に Agが多用され，その平均粒
子径は，1～10 μmの鱗片状（フレーク）および 5 μmφ 以
下の球状粉が用いられる。Ag粉は，高純度化されており不
純物の懸念は無い。
　バインダは主に各種エポキシ樹脂が使用され硬化剤など
を工夫することで，Pot life, Tack free time, Shelf-lifeおよび
硬化条件を規定している 5)。
　これらの基本組成に分散剤，反応促進剤・抑制触媒，反
応性・非反応性溶剤，カップリング剤，応力緩和剤，消泡
剤などが適宜入っており，実使用されるペーストは複雑に
なっている。
　エポキシ樹脂・硬化剤を含む有機バインダの熱化学反応
で接着力，応力緩和，作業性などの主に機械的特性を保持
し，熱・電気などの物理特性は Fillerである金属 (Ag)粉末
で確保している。
　図 1に有機バインダの基本組成を表す。

図 1.　有機バインダ概要
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